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· 

 

인터넷신청(https://www.cmri.co.kr/) 

 

→ 

 

무료회원 

 

가입 

 

→ 

 

로그인 

 

→ 

 

프로그램 

 

선택 

 

→ 

 

신청하기 

 

→ 

 

온라인결제 

 

→ 

 

접수완료

· 

 

세미나 10

 

일 

 

전까지(~ 4/14 18:00) 100% 

 

전액 

 

환불 

 

가능하며, 9

 

일 

 

전부터는 

 

환불되지 

 

않습니다.

· 

 

카드 

 

취소시 

 

카드사 

 

사정에 

 

따라 

 

처리가 2-3

 

일 

 

정도 

 

소요될 

 

수 

 

있으며, 

 

무통장입금의 

 

경우 

 

취소신청 

 

후 

 

다음 

 

주 

 

월요일에 

 

입금될 

 

예정입니다.

· 

 

세미나 

 

관련 

 

문의: 

 

컨설팅사업부 (02-6124-6660~8 ext. 503,504 seminar@chemlocus.com)

· 

 

세금계산서(

 

무통장입금), 

 

거래명세서 

 

관련 

 

문의: 

 

총무팀 (02-6124-6660~8 ext. 202, chemj@chemlocus.com)

· 

 

제한된 

 

좌석으로 

 

조기 

 

접수마감 

 

될 

 

수 

 

있습니다.

· 

 

일반등록 

 

기간 

 

내라 

 

하더라도 

 

현장결제를 

 

선택한 

 

경우 

 

현장등록 

 

참가비가 

 

적용됩니다.

· 

 

현장결제 

 

선택 

 

후 

 

사전고지 

 

없이 

 

불참하는 

 

경우, 

 

향후 

 

화학경제연구원이 

 

제공하는 

 

서비스 

 

이용에 

 

불이익이 

 

있을 

 

수 

 

있습니다.

· 

 

참가자에게는 

 

책자형 

 

자료집, 

 

전자형 

 

자료집(PDF), 

 

점심식사가 

 

제공됩니다.

· 

 

주차권은 

 

데스크에서 

 

종일권 

 

발급가능합니다.

· 

 

사전 

 

등록자라 

 

하더라도 

 

행사 

 

시작 1

 

시간 

 

이후 

 

도착 

 

시 

 

좌석 

 

이용에 

 

불편함이 

 

있을 

 

수 

 

있습니다.

�

등록

�

안내

 

참가비

 

구분

 

신청시기

 

금액

 

그룹 

 

할인

 

사전등록 3/28 - 4/22 (18

 

시 

 

마감) 39

 

만원(VAT

 

별도) ∙ 3

 

인 

 

이상 

 

신청 

 

시 

 

전체금액의 10% 

 

할인

* 

 

홈페이지 

 

일괄신청 

 

시 

 

할인적용 

 

가능

(

 

개별신청 

 

시 

 

할인적용 

 

불가)

 

현장등록 4/23 - 4/24
* 

 

선착순 

 

마감될 

 

경우 

 

현장등록 

 

불가 42

 

만원(VAT

 

별도)

· 

 

세금계산서는 

 

참가신청 

 

당일 

 

발행되며, 

 

참가비는 5

 

영업일 

 

내 

 

입금

 

을 

 

원칙이며, 

 

입금일이 

 

지연될 

 

경우 

 

문의바랍니다.

· 

 

카드결제 

 

오류시 

 

문의(02-6124-6660)

 

주시면 

 

수기결제 

 

가능합니다.

· 

 

참석자 

 

변경은 4/22

 

까지 

 

가능합니다.

 

신청방법

 

취소 

 

및 

 

환불 

 

규정

 

문의

 

기타
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